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每周资讯|预26年全球半导体市场规模或超10万亿元；世运电路拟投15亿元建新基地；广合泰国厂一期第一阶段产能基本满产..
1、 行业
工信部：组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动
6月4日，从工业和信息化部获悉，工业和信息化部印发通知，将组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动。行动方案提出，到2029年，通过实施6G创新发展部省协同试点专项行动，形成一批自主创新的6G技术方案，培育一批前景可观的新型业务应用场景，涌现一批丰富多样的新型终端产品，为6G商用落地提供有力支撑。（工业和信息化部）

央企数智化转型谋新篇 “十五五”时期投入有望超过2万亿元
6月4日，随着国家层面“人工智能+”配套政策加速酝酿，叠加新一轮央企数智化转型专项行动推出的明确信号落地，央企数智化建设迈入全新周期。依托“十四五”超2000座智能工厂落地、算力与工业互联网底座建成、大批自研数字技术实现突破的产业底盘，专家预判，“十五五”时期央企数智化建设将告别零散试点模式、实现全域铺开，累计投入有望超过2万亿元，在深化数实融合培育新质生产力的同时攻坚产业链自主可控，完成央企运营价值链深度改造。(证券时报)

美国九大行业，敦促特朗普政府扩产存储芯片
6月4日，美国代表汽车制造商、零售商、电子企业等的九个行业组织联合警告称，AI数据中心对存储芯片日益增长的需求可能导致美国消费品价格大幅上涨并扰乱供应链，甚至可能波及整个美国经济。他们呼吁特朗普政府与芯片制造商及买家协作，在美国本土及盟友国家扩大产能，并建议借助贸易协定机制或《芯片法案》项目保障供应链安全。（经济参考报）

2、 市场
我国3D打印产业进入快速发展新阶段
6月4日，随着技术进步、出口增长以及应用场景的不断扩大，我国3D打印正加快从实验室走向工业生产和大众消费市场，产业进入快速发展新阶段。今年以来，消费级3D打印设备凭借性价比和易用性优势，赢得了消费者的青睐。与印象中的“大块头”不同，这些设备也就是微波炉的大小，可以放在书桌上，仅需简单几步，就能打印出自己的独特设计，在海外家庭创客、小型工作室以及教育市场快速普及。与此同时，随着打印效率、材料性能和设备稳定性的全面提升，国产3D打印设备应用场景正持续拓宽。(央视新闻)


乘联分会：5月全国乘用车新能源市场零售97.4万辆，同比下降5%
[bookmark: _GoBack]6月3日，乘联分会消息，5月1—31日，全国乘用车新能源市场零售97.4万辆，同比下降5%，较上月同期增长15%，今年以来累计零售373.2万辆，同比下降14%；5月1—31日，全国乘用车厂商新能源批发136.5万辆，同比增长12%，较上月同期增长11%，今年以来累计批发531.8万辆，同比增长2%。（每日经济新闻）

世界半导体贸易统计组织：预计2026年全球半导体市场规模或超10万亿元
 6月2日，由主要半导体厂商组成的世界半导体贸易统计组织发布预测报告，报告预测，2026年全球半导体市场规模较2025年增长近90%，达到1.511万亿美元，约合人民币10.2万亿元，预计2027年增长26.6%，市场规模进一步升至1.914万亿美元，约合人民币12.9万亿元。从产品分类来看，报告预测存储芯片今年同比增幅将达到惊人的249.5%，规模突破8000亿美元大关，一举超越2025年半导体整体市场规模。逻辑芯片预计增长37.3%，规模达4100亿美元。（央视财经）

机构：今年一季度全球NAND市场规模环比接近翻倍
6月3日，市场调研机构Counterpoint发布了NAND存储市场追踪报告：受人工智能（AI）需求推动，该市场在2026年第一季度飙升至创纪录的460亿美元。具体数据显示，2026年第一季度全球NAND闪存存储市场营收达到460亿美元，较2025年第四季度增长90%，与去年第一季度相比，增幅达到惊人的246%，并且超过了2023年全年。（Counterpoint）
3、 企业
广东鼎泰高科技术股份有限公司正式向港交所递表，拟实现A+H股上市
6月4日，据港交所披露文件，广东鼎泰高科技术股份有限公司正式向港交所主板递交 H 股上市申请，联席保荐人为中信证券、汇丰，本次为公司首次港股递表；公司已于 2022 年 11 月在深交所创业板挂牌。股权层面，王馨、王俊锋、王雪峰、林侠四名一致行动人，通过太鼎控股、浙江太鼎、泰州睿和等主体合计控制公司约 79.89% 股权，为实控控股股东。（证券时报）

世运电路：拟投资约15亿元建设“芯创智载”新一代PCB智造基地项目
6月4日，世运电路发布投资者关系活动记录表公告，公司芯片内嵌式PCB产品已通过一系列静态、动态测试，达成性能设计和信赖性要求，并陆续获得终端主机厂客户项目定点。公司拟投资约15亿元建设“芯创智载”新一代PCB智造基地项目，主要产品包括芯片内嵌式PCB产品和高阶HDI电路板产品，目前处于主体工程建设阶段。公司已在现有厂区建成内嵌式PCB中试线，以满足客户小批量需求，并持续验证产品可靠性。AI业务方面，2025年公司通过OEM模式为英伟达、AMD、Google供应相关产品，核心包括为安费诺提供配套连接器件，目前正在积极导入其核心算力产品，预计2026年AI业务将维持增长态势。（科创板日报）

东山精密：投建年产4800个CPO、500万只光模块项目
6月4日，来自盐城市盐都生态环境局公示的两份环境影响报告，盐城东山精密制造有限公司拟在江苏省盐城市盐都区盐渎路999号盐城东山精密产业园5号楼推进两个项目建设：光电共封装技术产品研发及产业化项目（年产4800个CPO）和拟盐城东山精密索尔思高速光模块器件制造技改项目。（证券时报）

广合科技：泰国工厂一期第一阶段产能基本满产
6月3日，广合科技在互动平台回答投资者提问时表示，泰国工厂一期第一阶段产能基本满产，2026年泰国工厂将实现盈利，泰国工作聚焦海外算力客户，产品单价较高，盈利能力强，具体关注后续定期报告。泰国广合目前正积极推动一期第二阶段设备安装以及二期工程建设。（南方网）

福斯特旗下华创光电加码光学膜和电子膜基膜 高端PET基膜占比9月将提升至60%
6月2日，福斯特旗下控股子公司浙江华创光电材料有限公司CEO逯德木及多位业务负责人透露，华创光电两条聚酯薄膜生产线中一条产能利用率已近80%，高端产品出货占比已从2025年的10%提升至目前的18%，预计到9月将进一步升至60%。（光纤在线）
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